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1.一种玻璃封装结构，其特征在于，至少包含：

一第一玻璃基板，具有一第一热膨胀系数，并且包含一有机发光元件；

一第二玻璃基板，平行设置于该第一玻璃基板的一侧，并且具有一第二热膨胀系数，该

第二热膨胀系数不同于该第一热膨胀系数；以及

一玻璃胶材，具有一第三热膨胀系数，该第三热膨胀系数介于该第一热膨胀系数及该

第二热膨胀系数之间，该玻璃胶材夹设于该两玻璃基板之间，并形成一封闭环状，该两玻璃

基板及该玻璃胶材之间形成一密闭空间，该有机发光元件位于该密闭空间内，其中，该玻璃

胶材包含有机溶剂以及金属氧化物、硅氧化物或前述氧化物的任意组合。

2. 根据权利要求 1 所述的玻璃封装结构，其特征在于，该第一热膨胀系数高于该第二

热膨胀系数，该第一热膨胀系数范围为 30×10-7/℃至 100×10-7/℃。

3. 根据权利要求 1 所述的玻璃封装结构，其特征在于，该第二热膨胀系数高于该第一

热膨胀系数，该第二热膨胀系数范围为 30×10-7/℃至 100×10-7/℃。

4.根据权利要求2至3中任一项所述的玻璃封装结构，其特征在于，该第三热膨胀系数

范围为 30×10-7/℃至 100×10-7/℃。

5.一种玻璃封装结构的制造方法，其特征在于，至少包含：

(a)提供一第一玻璃基板及一第二玻璃基板；

(b)涂布一玻璃胶材于该第二玻璃基板上，使该玻璃胶材形成一封闭环状，其中该两基

板具有不同的热膨胀系数，该玻璃胶材的热膨胀系数介于该两玻璃基板的两热膨胀系数之

间，并且，该玻璃胶材包含有机溶剂以及金属氧化物、硅氧化物或前述氧化物的任意组合；

(c)加热该第二玻璃基板以硬化该玻璃胶材；

(d)对组该第一玻璃基板及加热后的该第二玻璃基板；以及

(e)烧结该玻璃胶材以接合该第一玻璃基板及该第二玻璃基板。

6.根据权利要求 5所述的制造方法，其特征在于，还包含：

形成一有机发光元件于该第一玻璃基板上。 

7.根据权利要求 5所述的制造方法，其特征在于，该步骤 (c) 包含：

在 300至 500℃的温度中加热该第二玻璃基板及涂布于其上的该玻璃胶材。

8.根据权利要求 5所述的制造方法，其特征在于，该步骤 (e)包含：

在 1大气压的环境中，利用一红外光激光加热烧结该玻璃胶材。

9.根据权利要求 8所述的制造方法，其特征在于，该步骤 (e)还包含：

加热该玻璃胶材至 600到 1100℃以烧结该玻璃胶材。 
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玻璃封装结构及其制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种封装结构，且尤其涉及一种玻璃胶材的封装结构及其制造方法。

背景技术

[0002] 目前，业界在制造有机发光显示面板时，为了提升两玻璃基板之间的气密性质，使

用玻璃胶材 (frit) 作为接合两基板的媒介，藉之进行显示面板的封装。在制造过程中，利

用热烧结的方式使玻璃胶材分别接合于两基板，藉以避免外界水气及氧气进入面板内部，

使得有机显示面板中的有机发光元件免受外界水气或氧气的作用影响。

[0003] 然而，在烧结玻璃胶材时，整个面板 ( 包含上基板、下基板以及玻璃胶材 ) 均受到

烧结时的高温影响，使得玻璃基板及玻璃胶材发生体积变化。由于各材料的热膨胀系数

(Coefficient of Thermal Expansion，CTE)差异会于烧结过程中导致各材料接口间的应

力作用，因此，玻璃基板及玻璃胶材的热膨胀系数成为制造过程中的一重要参数。若各材料

的热膨胀系数匹配不良，会导致接合接口的接合质量不良，进而降低了封装品质。

发明内容

[0004] 本发明的一目的是在提供一种玻璃封装结构及其制造方法，用以解决接合接口间

应力过大造成封装质量下降的问题。

[0005] 本发明的一方面提出一种玻璃封装结构，至少包含一第一玻璃基板、一第二玻璃

基板以及一玻璃胶材。第一玻璃基板具有一第一热膨胀系数，并且包含一有机发光元件。第

二玻璃基板平行设置于第一玻璃基板的一侧，并且具有一第二热膨胀系数。第二热膨胀系

数不同于第一热膨胀系数。玻璃胶材具有一第三热膨胀系数介于第一及第二热膨胀系数之

间。玻璃胶材夹设于两玻璃基板之间，并形成一封闭环状。两玻璃基板及玻璃胶材之间形

成一密闭空间，有机发光元件位于密闭空间内。

[0006] 依据本发明一实施例，第一热膨胀系数高于第二热膨胀系数，或第二热膨胀系数

高于第一热膨胀系数。第一热膨胀系数范围为约30至约100(10-7/℃)，即，第一热膨胀系数

范围为约 30×10-7/℃至约 100×10-7/℃，第二热膨胀系数范围为约 30至约 100(10-7/℃ )。

[0007] 在前述实施例中，第三热膨胀系数范围为约 30至约 100(10-7/℃ )。

[0008] 依据本发明一实施例，玻璃胶材包含过渡金属氧化物、金属氧化物、硅氧化物或其

任意组合。

[0009] 本发明的的另一方面提出一种玻璃封装结构的制造方法，至少包含下述步骤：提

供一第一及一第二玻璃基板；涂布一玻璃胶材于第二玻璃基板上，使玻璃胶材形成一封闭

环状，其中两基板具有不同的热膨胀系数，玻璃胶材的热膨胀系数介于两玻璃基板的两热

膨胀系数之间；加热第二玻璃基板以硬化玻璃胶材；对组第一玻璃基板及加热后的第二玻

璃基板；以及，烧结玻璃胶材以接合第一及第二玻璃基板。

[0010] 依据本发明一实施例，制造方法还包含形成一有机发光元件于第一玻璃基板上的

步骤。
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[0011] 依据本发明一实施例，是在约 300 至约 500℃的温度中加热第二玻璃基板及涂布

于其上的玻璃胶材。

[0012] 依据本发明一实施例，是在大约 1atm 的环境中，利用一红外光激光加热烧结玻璃

胶材。

[0013] 依据本发明一实施例，在烧结步骤中是将玻璃胶材加热至约 600到约 1100℃以烧

结玻璃胶材。

[0014] 依照本发明实施例的玻璃封装结构及其制造方法，玻璃胶材的热膨胀系数介于两

玻璃基板的两热膨胀系数之间，可减缓烧结玻璃胶材时热应力变化对于接合接口的影响，

提升玻璃封装结构的封装质量。

[0015] 以下结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述，但不作为对本发明的限定。

附图说明

[0016] 为让本发明的上述和其它目的、特征、优点与实施例能更明显易懂，所附附图的说

明如下：

[0017] 图 1绘示依照本发明一实施例的一种玻璃封装结构的剖面图；

[0018] 图 2绘示依照本发明实施例的玻璃封装结构是制造方法流程图；

[0019] 图 3A～ 3G分别绘示对应图 2的各步骤的示意图。

[0020] 其中，附图标记：

[0021] 100：玻璃封装结构        L：红外光激光

[0022] 100a：密闭空间           S1：步骤

[0023] 110：第一玻璃基板        S2：步骤

[0024] 120：第二玻璃基板        S3：步骤

[0025] 140：有机发光元件        S4：步骤

[0026] 150：玻璃胶材            S5：步骤

具体实施方式

[0027] 依照本发明实施例的玻璃封装结构及其制造方法，利用第一玻璃基板、玻璃胶材

及第二玻璃基板的热膨胀系数渐次增加或减少的方式，减缓热应力变化对于玻璃封装造成

的影响，提升封装质量。

[0028] 首先请参照图1，其绘示依照本发明一实施例的一种玻璃封装结构的剖面图。玻璃

封装结构 100包含一第一玻璃基板 110、一第二玻璃基板 120以及一玻璃胶材 150。第二玻

璃基板 120 平行设置于第一玻璃基板 110 的一侧，玻璃胶材 150 夹设于第一玻璃基板 110

及第二玻璃基板 120 之间，并且形成一封闭环状。第一玻璃基板 110 具有一第一热膨胀系

数，第二玻璃基板 120具有一第二热膨胀系数，不同于第一热膨胀系数。玻璃胶材 150具有

一第三热膨胀系数，介于前述第一热膨胀系数及第二热膨胀系数之间。此外，第一玻璃基板

110 包含一有机发光元件 140，设置于第一玻璃基板 110 的面朝第二玻璃基板 120 的表面。

第一玻璃基板 110、第二玻璃基板 120及玻璃胶材 150之间形成一密闭空间 100a，前述的有

机发光元件 140位于此密闭空间 100a内。

[0029] 接下来对于本实施例的玻璃封装结构 100的制造方法进行说明。请参照图 2，其绘
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4



3/4页

5

示依照本发明实施例的玻璃封装结构的制造方法流程图。另外请同时参照图 3A至图 3G，其

分别绘示对应图 2的各步骤的示意图。

[0030] 如步骤 S1，本实施例的制造方法首先提供第一玻璃基板 110及第二玻璃基板 120，

如图 3A所示。

[0031] 如步骤 S2，涂布玻璃胶材 150于第二玻璃基板 120上。玻璃胶材 150于第二玻璃

基板 120 上形成一个封闭环状，并且大致沿着邻近第二玻璃基板 120 的边缘配置，如图 3B

及图 3C所示。本实施例中，第一玻璃基板 110及第二玻璃基板 120分别具有不同的第一热

膨胀系数及第二热膨胀系数。玻璃胶材 150 具有第三热膨胀系数，介于第一热膨胀系数及

第二热膨胀系数之间。

[0032] 实际应用上，第一热膨胀系数可大于或者小于第二热膨胀系数，且此两热膨胀系

数的范围分别例如为约 30 至约 100(10-7/℃ )。第一玻璃基板 110 及第二玻璃基板 120 可

分别选用商业上可购得的透明玻璃基板。举例来说，第一玻璃基板 110及第二玻璃基板 120

可分别选用热膨胀系数约为87(10-7/℃)的碱石灰(Soda-Lime)材质的玻璃基板、热膨胀系

数约为 46(10-7/℃ )的 Corning 品牌型号 7059的玻璃基板、热膨胀系数约为 38(10-7/℃ )

的 Corning 品牌型号 1737 的玻璃基板、热膨胀系数约为 32(10-7/℃ ) 的 Corning 品牌

型号 EAGLE2000的玻璃基板、热膨胀系数约为 32(10-7/℃ )的 Corning 品牌型号 EAGLE XG

的玻璃基板、热膨胀系数约为 38(10-7/℃ )的 NEG 品牌型号 OA-10的玻璃基板、热膨胀系

数约为 33(10-7/℃ )的 NEG 品牌型号 OA-21的玻璃基板，或热膨胀系数约为 38(10-7/℃ )

的 AGC 品牌型号 AN100的玻璃基板。

[0033] 此外，本发明实施例中，玻璃胶材 150 包含有机溶剂，以及过渡金属氧化物、金属

氧化物、硅氧化物或前述氧化物的任意组合。玻璃胶材 150的第三热膨胀系数范围为约 30

至约 100(10-7/℃ )。然而在本实施例中，第一玻璃基板 110 及第二玻璃基板 120 的种类并

不以前述的数种玻璃基板为限，其它商业上可购得的玻璃基板均可应用于本发明中，端视

产品需求。凡是使第一玻璃基板 110 及第二玻璃基板 120 具有不同热膨胀系数，且玻璃胶

材 150 的热膨胀系数介于两玻璃基板 110 及 120 的两热膨胀系数之间者，均可应用于本实

施例的制造方法中。

[0034] 如步骤 S3，本实施例的制造方法接下来加热第二玻璃基板 120 以硬化玻璃胶材

150，如图 3D所示。较佳地，是在约 300～约 500℃的温度中加热第二玻璃基板 120及涂布

于其上的玻璃胶材 150，更佳地，是在约 350 ～约 460℃的温度中加热第二玻璃基板 120 及

涂布于其上的玻璃胶材 150。在步骤 S3中，玻璃胶材 150中的有机溶剂受热后挥发，使得玻

璃胶材 150硬化。

[0035] 另外，本实施例的制造方法更进行形成有机发光元件 140 于第一玻璃基板 110 上

的步骤，如图 3E所示。有机发光元件 140例如是由多层材料以堆栈方式形成于第一玻璃基

板 110 上。本实施例中，是于大约 10-3 ～ 10-5torr 的压力中，较佳地于 10-4torr 的压力

中，蒸镀有机发光元件 140于第一玻璃基板 110上。另外，形成有机发光元件 140的步骤并

不限制于步骤 S3 后执行，其也可于步骤 S1 及步骤 S2 之间执行，或者于步骤 S2 及步骤 S3

之间执行。

[0036] 如步骤 S4，本实施例的制造方法接着对组第一玻璃基板 110及第二玻璃基板 120，

较佳地是在大约10-2torr的压力中，对组第一玻璃基板110及加热后的第二玻璃基板120。
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对组第一玻璃基板 110 及第二玻璃基板 120 之后，玻璃胶材 150 及有机发光元件 140 夹置

于两玻璃基板 110及 120之间。

[0037] 如步骤 S5，制造方法接着进行烧结的动作，藉以利用玻璃胶材 150 接合第一玻璃

基板 110及第二玻璃基板 120。步骤 S5中在大约 1大气压 (1atm)的环境中，利用一红外光

激光 L加热烧结玻璃胶材 150，如图 3F所示。由于玻璃胶材 150的第三热膨胀系数介于第

一玻璃基板 110 及第二玻璃基板 120 的第一热膨胀系数及第二热膨胀系数之间，可以减缓

第一玻璃基板 110、第二玻璃基板 120以及玻璃胶材 150之间热应力变化的影响，进而提升

接合可靠度。

[0038] 进一步来说，在步骤S5中较佳地利用红外光激光L，由第二基板120相反于第一基

板 110的一侧照射玻璃胶材 150，并将玻璃胶材 150加热至约 600到约 1100℃，以烧结玻璃

胶材 150。红外光激光 L的波长例如为大约 810至大约 940nm。

[0039] 烧结玻璃胶材 150后，完成依照本发明实施例的玻璃封装结构 100，如图 3G所示。

依照本发明实施例的玻璃封装结构 100 例如是一有机发光显示面板，利用形成于第一玻璃

基板 110上的有机发光元件 140发出光线以产生画面。烧结后的第一玻璃基板 110、玻璃胶

材 150及第二玻璃基板 120之间形成密闭空间 100a。另外，玻璃封装结构 100可于无水氧

环境中进行烧结，以确保密闭空间 100a 为无水无氧的状态，避免有机发光元件 140 遭到氧

化侵蚀，导致材料损伤以及发光质量降低的问题。

[0040] 上述依照本发明实施例的玻璃封装结构及其制造方法，第一玻璃基板及第二玻璃

基板具有不同的热膨胀系数，玻璃胶材的热膨胀系数介于两玻璃基板的两热膨胀系数之

间。如此可以降低烧结玻璃胶材以接合两基板时，热应力变化对于接合接口的影响，避免接

口应力过大导致接合质量下降的问题，相对提升玻璃封装结构的封装质量。

[0041] 当然，本发明还可有其它多种实施例，在不背离本发明精神及其实质的情况下，熟

悉本领域的技术人员可根据本发明作出各种相应的改变和变形，但这些相应的改变和变形

都应属于本发明权利要求的保护范围。
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图 1
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图 2
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图 3A

图 3B

图 3C

说  明  书  附  图CN 101807672 B

9



4/4页

10

图 3D

图 3E

图 3F

图 3G
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